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L'invention concerne un .procede d'application 
d'un contact electrique sur une surface d'un dispo- 
sitif electronique, en .particuMer d'un circuit inte- 
gre, dont k surface peut etre en partie foranee (par 
une couche isolante, constituee par example par du 
bioxyde de siliciuim ou par un verre, par exemple 
par -du bioxyde de siliciuin et -de Poxyde de bore 
(B 2 0 3 ), k surface etartf d'abord xecouverte d'une 
couche metallique, appelee par k suite « couche 
cathodique », ensuite t par une couche de masquage 
dans kquelle est ipratiquee une fenetre, apres quoi 
on elabore, a Pendroit de cette -fenetre, un contact 
(par precipitation de metal sur la couche cathodique. 
Ensuite, on enleve en general, du moins partielle- 
ment, la couche de inasquage et k couche cathodi- 
que. L'invention comprend evidemment aussi le cas 
ou k couohe de masquage comporte plus d'une 
fenetre et ou Ton elabore tplusieurs contacts. De teis 
■contacts forment, a. k surface du dispostif electro- 
nique, des .protuberances auxquelles peuvent etre 
fixes des conducteurs exterieurs. Par conducteurs 
« exterieurs » il y a lieu d'entendre, dans le .present 
cas, des conducteurs qui ne sont pas situes dans ou 
sur le dispositif electronique meme. 

Des conducteuTs qui seraient eventuellcment 3itues 
directeinent a la surface ou -meme -au dessous de 
celk-ci, seront appeles conducteurs « interieurs ». 

La precipitation du metal dans les fenebres de la 
couche de masquage se fait suivant une methode 
(Connue, (par voie galvanique, a Paide d'un champ 
electrique exterieur, k couche metallique sous-jacen- 
te faisant fonction de cathode. Bien que, pour cette 
raison, cette couche inetallique soit a,ppelee, dans le 
present cas, « couche cathodique », cela ne signifie 
pas que Pon exclut le cas ou le metal est precipite 
sans application d'un champ electrique, en particu- 
lier suivant la methode dite « electroless ». 

En vue de relier les contacts electriques aux con- 
ducteurs exterieurs, il est .preferable de fixer ceux- 
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ci aux contacts par brasage, et dans ce cas, il est 
desirable de les .recouvrir preakbdement d'une mince 
couche d'un metal qui constitue lui-aneme une bra- 
sure on qui se kdsse facilement mouiller par une 
« soudure tendre ». 

II est d'usage d'etamer iprealablement de telles 
pieces a brase-r, toutefois dans le cas envisage, les 
contacts sont teliement petits qu'il n'est pas facile de 
les etamer un par un. L'etamage par immersion 
dans un bain de metal fondu, d'une facon qui est 
tres courante pour les cablages imprimes, est egale- 
inent possible dans ce cas, mais necessite Putilisation 
d'un masque qui .recouvre les parties qui ne doivent 
pas etre reconvenes de metal fondu. Des couches 
photosensibles de masquage, qui sont souvent utili- 
ses pour k fabrication de dispositifs electroniques, 
ne conviennent pas dans ce but, du fait qu'elles ne 
resistent pas a la temperature du metal fondu. 

L'invention fournit notamment une methode sim- 
ple pour Implication sur les contacts d'une mince 
couohe de metal alors que celui-ci est en fusion, 
sans risque que ce metal adhere a d'autres parties. 

Conformement a l'invention, on utilise une couche 
cathodique dont la surface libre, non recouverte par 
un contact, est constituee par un metal auquel la 
brasure en fusion n adhere pas, k couche cathodique 
avec le contact etant .plongee dans de la brasure en 
fusion, de sorte que cette brasure mouille le contact, 
mais non k coucihe cathodique, pour autant que 
celle-ci soit constituee par un metal auquel n'adhere 
pas la brasure. Lorsque, dans le present memoire, 
on park de cette surface constituee par un metal, 
on n'entend ,pas exclure la presence sur cette sur- 
face d'une pellicule d'oxyde formee a partir de ce 
metal. 

On utilise justement de preference un metal qui, 
expose a Pair, se recouvre spontanement d'une telle 
,perlicule d'oxyde. 

Un metal convenant tres bien dans ce but est 
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Paluminium sur lequel il se forme tres rapidement 
une pellicule d'oxyde et sur lequel le (metal en fusion 
n 'adhere .pas du tout. Un autre a vantage de 1'em- 
ploi de raluminium dans ce but est que 1'application 
-de la couche peut se faire a 1'aide d'un appareillage 
gencralement disponible, du fait que les contacts 
appliques sur de nombreux dispositifs electroniques 
serni-conducteurs sont en aluminium. 

La description qui va suivre en regard du dessin 
annexe, donne a titre d' exemple non limitatif fera 
bien comprendre comment I'invention peut etre 
realisee. 

Xes figures 1 a 6 sont des sections schematiques 
et fortement agrandies d'une diode, a differents 
stades de sa fabrication. 

On utilise au depart un disque de silicaum (1), 
a (conduction du type rc„ sur lequel est appliquee, de 
fagon usuelle, une couche d'oxyde (2) dans laquelle 
est pratiquee une fenetre (3) [voir fig. 1], Au 
moyen d'operations de diffusion usuelles, on .trans- 
forme une zone (4) du disque de silioium (1), 
situee sous cette fenetre, en une zone a conduction 
de type p, II peut alors se former une nouvelle pelli- 
cule d'oxyde (5) dans la fenetre, et la pellicule 
existante peut etre renforcee. Si ce n'est pas le cas, 
on applique une telle pellicule d'oxyde au moyen 
d'un traitement distinct, apres quoi on pratique 
dans cette coucbe d'oxyde, par masquage et deca- 
page, deux fenetres (6) et (7) [fig. 2]. Ces fenetres 
donnent acces a la zone (4) constituee par du sili- 
cium de type p et au anateriau utilise au depart qui, 
lui, est depoe et de conduction de type ti. 

On depose ensuite, par evaporation, sur route la 
surface superieure, une couche d'argent (8) de 1 
micron d'epaisseur, sur laquelle on applique, egale- 
ment par evaporation, une couche d'aluminium (9) 
de 5 000 A d'epaisseur. Celle-ci est a son tour re- 
couverte d'une couche .photosensible de masquage 
(10), dans laquelle sont pratiquees de facpn usuelle, 
par voie photograpbique, a. 1'endroit de <ces pre- 
mieres fenetres (6) et (7), deux ouvertures (11) 
et (12). Ensuite, le tout est plonge dans un badn de 
decapage comportant, en volume, 3 parties d'acide 
nitrique concentre *(HN0 3 ), 1 partie d'acide pihos- 
■phorique (H 3 P0 4 ) et 20 parties d'eau, a 25 °C jus- 
qu'a ice que Paluminium mis a nu dans les ouver- 
tures (11) et (12) soit dissous. 

Ensuite, le .tout est plonge dans un bain :galvani- 
que (15) et le disque d'aluminium (1) est conneote 
au pole negatif d'une batterie (16), et Ton place 
au-dessus du disque une anode ( 17) en cuivre. Dans 
ce cas, le courant .galvanique du disque (1) peut 
cirouler a 1'endroit de 1'ouverture (12) directement 
vers la couche (8) faisant £ onction de cathode. Pour 
d'autres configurations, le pole negatif de la batterie 
peut au besoin etre connects directement a la cou- 
che d'argent (8), paT exemple au bord du disque 
ou a proximite de ce bord. II faut remarquer que sur 



la figure 4, on n'a pas represente les dispositifs de 
(protection usuels, entourant les conducteurs qui sont 
plonges dans le bain (15), dispositifs devant servir 
a empecher le depot de metal aux endroits indesi- 
rables ainsi que la corrosion. Le bain peut dans ce 
cas etre constitue par une solution de 200 .g de 
sulfate de cuivre (CuSO*) dans am litre d'eau, a 
laquelle sont ajoutes 50 g d'aoide sulfurdque con- 
centre (H 2 S0 4 ) . A une temperature de 25 °C et 
sous une tension de 1/5 de volt, il se forme deux 
contacts (20) et (21), en cuivre, d'une epaisseur 
d' environ 10 microns. La couche de masquage (10) 
est ensuite enlevee. 

La surface superieure du disque est alors comple- 
tement -occupee /par la couche d'aluminium (9) a 
I'excejption des endroits ou se trouvent les contacts 
(20) et (21). En piongeant dans de la brasure en 
fusion, icomportant, en poids, par exemple 60 % 
d'etain et 40 % de plomb, a 300 °C, les contacts 
sont reconverts de minces couches de brasure (22) 
et (23), alors que 1'aluminium n'est pas mouille. 

Les parties oestantes de la couche d'aluminium 
(9) sont alors enlevees a 1'aide du decapant decrit 
ci-dessus, comportant en volume, 3 parties d'acide 
nitrique concentre (HN0 3 ), 1 partie d'acide phos- 
phorique 1(H 3 P04) et 20 parties d'eau, a 25 °C, alors 
que les parties superflues de la couche d'argent (8) 
sont dissoutes dans un bain .constitue, en volume, 
par 1 partie d'acide chlorhydrique (HC1), 1 partie 
d'acide nitrique concentre (HN0 3 ) et 100 parties 
d'eau a 30 ° C. 

Une autre metihode pour enlever 1'argent consiste 
a le chasser a 1'aide d'un puissant jet d'eau, en 
mettant a profit le fait qu'il adhere mal a la couche 
d'oxyde (5) . La figure 6 represente le dispositif que 
Ton obtient final ement. 

RESUME 

La .presente invention comprend notamment : 
I. Un precede d'applioation d'un icontact electri- 
que sur une surface d'un dispositif electronique, 
en particulier d'un circuit integre, dont la surface 
peut etre en partie fo-rmee par une couche isolante, 
constituee par -exemple par du bioxyde de silicium 
ou par un venre, tpar exetmple par .du bioxyde de 
silicium et de 1'oxyde de bore OB 2 0 3 ), la surface 
etant d'abord recouverte d'nne couche metallique, 
appelee par la suite « fcouche cathodique », ensuite 
par une couche de masquage dans laquelle est pra- 
tiquee une fenetre, apres quoi on elabore, a 1'endroit 
de cette fenetre, un contact par precipitation de 
metal sur la couche cathodique, procede caracterise 
principalement en ce que 1'on utilise une couche 
cathodique dont la surface libre, non recouverte par 
un contact, est constituee par <un metal auquel la 
brasure en fusion n'adhere pas, la couche cathodi- 
que avec le contact etant plongee dans de la brasure 
en fusion, de sorte que cette brasure mouille le 
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contact, mais non la couche cathodique, pour autant 
que celle-ci soit constitute par ,im metal auquel 
n'adhere pas la brasure ; 

II. Des modes de .mise en oeuvre du iprocede 'spe- 
cific ci-dessus ipouvant presenter en outre les .parti- 
cularites suivantes, .ptrises isolement ou en cambi- 
naison ; 

II. 1° Le metal auquel la brasure en fusion n'ad- 
here ,pas est -im metal qui, expose a I'air, se recouvre 
spont-anement d'une pellicule d'oxyde. 
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II. 2° Le metal specifie sous 11.1° est de 1'alu- 
miniuim. 

III. Dispositif electronique, en particulier circuit 
integre, obtenu (par la mise en oeuvre .du .procede 
specifie ci-dessus. 
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